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製品の温度サイクル試験の問題で
対策に追われておりませんでしょうか？
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パッケージ構造を考慮したシミュレーションで寿命の予測を行い、
信頼性の最適化に向けた改善案を提案させていただきます。

（追加試作・評価で発生する100万円単位のロスコストを低減）

＜シミュレーション事例（112pin BGA）＞ 実測サンプルの断面解析結果
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線膨張係数の不一致を改善して、寿命向上
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輸送・動作時（実使用条件）の振動に

  よる問題を解決します。
＜シミュレーション事例＞

製品が危険周波数帯で共振する

主要因を分析して、最大共振点が

安全周波数帯に変化するように

筐体構造の変更を実施。

共振周波数：

対策前160Hz⇒対策後380Hz

対策前後の振動特性
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※使用環境
車両、搬送機に製品が固定されて、
移動等に伴い振動が発生する環境
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共振周波数での応力分布図

応力集中箇所

振動 ケース内部で共振

振動

半導体部品接続部（はんだ）の落下衝撃に

おける問題を解決します。
＜シミュレーション事例（1/2カットモデル）＞

落下方向

基板裏面に半導体
パッケージを実装

部品の配置によって
応力は変化する
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基板中央部と基板コーナーのネジ部で歪みが増加する

基板の歪み分布図

温度サイクル試験の問題を検討する際は、一度ご相談下さい！

温度サイクルシミュレーション

振動シミュレーション 落下・衝撃シミュレーション
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